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前  言

  GB/T34954《航空电子过程管理 电子器件使用性能》拟分成几个部分。
目前计划发布如下部分:
———第1部分:温度升额。
其余部分由于IEC62240《航空电子过程管理 电子器件使用性能》尚未公布,本标准后续将跟踪

IEC62240系列标准的发布情况并补充完善。
本部分为GB/T34954的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC/TR62240-1:2013《航空电子过程管理 电子器件使用性能 第

1部分:温度升额》。
本部分由中国航空工业集团公司提出。
本部分由全国航空电子过程管理标准化技术委员会(SAC/TC427)归口。
本部分起草单位:中国航空综合技术研究所、中航工业西安航空计算技术研究所。
本部分主要起草人:卢晓青、梁媛、杨洋、李鹏、孟玉慈、刘文媛、路浩天。
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引  言

  抗恶劣环境的电子产品传统制造业依赖于执行军用标准的半导体器件,由生产军用标准半导体厂

商提供货源,因此能够保证所使用的半导体器件的工作温度范围覆盖实际应用温度范围。近几年来,国
外许多厂家已退出军品市场,使得可供使用的宽温度范围器件大量减少。市场采用的器件典型温度范

围为:
———军工级:-55℃~+125℃;
———汽车级:-40℃~+125℃;
———工业级:-40℃~+85℃;
———商业级:0℃~+70℃。
如果无备选器件,潜在的结果就是设备制造商会将器件使用在超出器件制造商给定的产品手册所

规定的温度范围。
本部分给出在更宽温度范围内器件选择、性能评估以及质量保证的方法和准则,同时给出在更宽温

度范围内使用器件所需的记录文件需求。
本部分可通过与原始器件制造商协商来实施。
在制造商规定温度范围外使用器件可能导致无法得到器件制造商提供的质量保证。
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航空电子过程管理 电子器件使用性能

第1部分:温度升额

1 范围

GB/T34954的本部分规定了超出制造商规定温度范围时半导体器件的使用要求。在器件使用过

程中,如果无适合备选器件可用时,则依据本部分规定条款进行升额,否则器件应在器件手册规定的条

件下使用。
术语“升额”逐渐使用于航空电子工业讨论及会议中,其明确的定义参见第3章。升额是器件选择

用于电路设计中的特殊方法。
本部分规定了器件升额方法及流程。本部分所有方法及流程均采用现行的、工程应用最优方法。

总体使用要求若无更严苛的规定,在使用中应严格执行本过程。
在更宽温度范围内使用器件,特别是尺寸非常小的器件(例如:特征尺寸为≤90nm)的前提条件是

不影响其使用过程中性能参数及可靠性。本部分不允许器件在超出原始器件制造商规定的绝对最大额

定值之外使用器件。本部分同时规定:
———只有当无其他合适备选器件可用时,器件可用于原始器件制造商规定的温度范围外,替代时应

做验证;
———如果需要在原始器件制造商规定的温度范围外使用器件,则应形成记录文件及控制流程以保

证设备完整。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC/TS62239-1 航空电子设备的过程管理.管理计划 第1部分:电子元器件管理计划的准备和

维护(Processmanagementforavionics—Managementplan—Part1:Preparationandmaintenanceofan
electroniccomponentsmanagementplan)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
绝对最大额定值 absolutemaximumrating
公开发布的器件数据手册规定的器件工作及环境条件的极限值,在可能的最坏条件下不得超过该

范围使用器件。

3.1.2 
环境温度 ambienttemperature
半导体器件工作环境的温度。
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